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摘要(译)

在用于制造可高压灭菌的医疗器械的方法中，施加包含颗粒（48）形式
的填料的粘合剂（50）以填充中空空间（44）。建议粘合剂最初以薄的
形式施加，使得填料的颗粒（48）的密度不同于薄的粘合剂的密度，并
且填料的颗粒（48）是给予足够的时间来聚集，至少在一些区域（52）
中，以尽可能密集地填充颗粒，并且只有这样才能使粘合剂固化。
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